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OZET
Emaye Celik Substrat Uretim Yontemi

Celik sac veya sekillendiriimis parga gibi bir ¢elik substrat (izerine bir emaye katman
uretimine yonelik bir yéntem ile ilgilidir. Bulug ayni zamanda, tercihen bu yontem ile elde
edilen emayelenmis celik substrat ile ilgilidir.
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ISTEMLER
1. Bir emayeli gelik sacin dretimine ydnelik ydntem olup, séz konusu ybdntem agadidaki
adimlari icermektedir:

- bir celik substratin temin edilmesi,

- sz konuzu celik substratin ylizeyine bir ¢ozucu, bir polimer ve en az bir metal veya
metal cksit iceren, s6z konusu metal veya metal oksitin emaye katmaninin celik
substratin ylizeyine yapismay arttirmaya uygun oldugu bir ¢dzeltinin uygulanmasi,

- 86z konusu ¢elik sacin kdrlenmesi bdylece s6z konusu ¢dzucunin uzaklastiriimasi
ve gomill pargaciklar halinde en az bir metal veya metal oksit iceren bir polimer
matrisinden olusan bir organik katmanin olusturulmasi,

- emayeli ¢gelik substrat elde etmek Uzere soz konusu organik katmana bir emaye

katmaninin uygulanmasi ardindan firinlanmasi.

2. S0z konusu metalin Sc, Ti, V, Co, Cu, Ni, Fe, Mn, Mo, W ve Sb’den olusan gruptan
secildidi ve stz konusu metal oksitin V, Co, Cu, Ni, Fe, Mn, Mo, W ve Sb’den olusan gruptan

segilen bit metalin oksiti oldugu Istem 1'e gore yontem.

3. 86z konusu metalin Ni, Cu, Co, Mo'dan olusan gruptan secildiji ve s6z konusu metal
oksitin Ni, Cu, Co, Mo’dan olusan gruptan segilen bir metalin oksiti oldudu istem 2'ye gére

yontem.

4, Sb6z konusu en az bir metal veya metal oksitin soz konusu organik katmana toz halinde

eklendigi/eklendikleri dnceki istemlerden herhangi birine goére yéntem.

5. S8z konusu tozun ortalama pargacik boyutunun 2mikrondan kiigik oldugu istem 4’e gére

yontem.

6. SOz konusu organik katmanin 100nm ve 10mikron arasinda, tercihen 100nm ve 6mikron
arasinda bir kalinhda sahip oldugu énceki istemlerden herhangi birine gére yéntem.

7. S0z konusu g¢ozeltinin bobin kaplama, daldirma veya spreyleme yoluyla substrata

uygulandid énceki istemlerden herhangi birisine gdre yontem.

8. Soz konusu kurleme adiminin 80°C ve 250° arasinda bir sicaklikta gergeklestigi 6nceki

istemlerden herhangi birisine gore ydontem.
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8. S0z konusu firnlama adiminin 700°C ve 900°C arasinda bir sicaklikta gergeklestigi
onceki istemlerden herhangi birisine gore yontem.

10. Emaye katmanin kurumasinin firnlama adimindan énce geldidi, énceki istemlerden

herhangi birisine gore yontem.

11. Soz konusu celik susbratin, séz konusu organik katmanin uygulanmasi adimindan
sonra ve s6z konusu emaye katmaninin uygulanmasi adimindan once sekillendirme ve/veya
kesmeye tabi tutuldugu istem 10’a gdre yéntem.

12. Celik substratin ylizeyinde, gémdili pargaciklar halinde en az bir metal veya metal oksiti
igeren bir polimer matristen olusan bir organik katmana sahip oldugu, emayeli ¢elik sac veya
parca uretimi igin s0z konusu metal veya metal oksitin gelik substratin ylizeyine emayenin

yapismasini arttirmaya uygun oldugu, ¢elik substrat kullanimi.

13. S6z konusu organik kaplamanin, 100nm ve 10mikron arasinda, tercihen 100nm ve
6mikron arasinda bir kalinhga sahip bir ince Organik Kaplama oldugu Istem 12’ye gére

kullanim.

14. Soz konusu substratin bir elik sac oldugu istem 12 veya 13'e gére kullanim.
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TARIFNAME
Emaye Celik Substrat Uretim Yontemi
Teknik Alan

Mevcut bulus, gelik sac veya sekillendirilmis parga gibi bir gelik substrat lizerine bir emaye
katman Uretimine yonelik bir ydntem ile ilgilidir. Bulug ayni zamanda, tercihen bu ydntem ile

elde edilen emayelenmis gelik substrat ile ilgilidir.

Onceki Teknik

Metal ylzeylerin sirlanmis emaye uygulamasiyla korunmasi iyi bilinmekte ve emayenin
yiksek sicaklia karsi direngli olmasi ve kimyasal asindirmaya karsi ylizeye koruma
saglamasi sebebiyle yaygin bicimde kullanilmaktadir. Sirli emaye Urinler bu nedenle,
gamagir makineleri, banyo Urunleri, pisirme aletleri, ev aletlerinin yani sira yapi malzemeleri

gibi farkh uygulamalarda yaygin olarak kullaniimaktadir.

Emaye celik Urunlerin Uretimi igcin pek ¢ok yontem mevcuttur. Beyaz emaye celik sac

uretimine yonelik geleneksel yéntem asagidaki adimlar igermektedir:

- kobalt, nikel, bakir, antimon veya mclibden oksitler gibi yapisma arttinci oksitleri
iceren bir birinci emaye katmaninin uygulanmasi,

- birinci finnlama iglemi,

- beyaz katman emayeden ikinci katmanin uygulanmasi ve

- ikinci finnlama islemi.

Buna “2 kapla, 2 firinla” yaklagimi (2K/2F} adi verilmektedir. Birinci emaye katmaninin gelik
Uzerine yapismasl, 800°C-850°C civarinda bir sicaklikta firnlama ile karbon ve demir gibi
celikteki elementler ile emayedeki yapisma arttirici oksitler arasindaki oksido-reduksiyon
kimyasal tepkimeler yoluyla sadlanmaktadir. Bu oksitler emayeye koyu rengini vermektedir.
Bundan dolayl, beyaz emaye ¢elik sac elde etmek (zere beyaz emayeden ikinci katman

uygulanmasi gerekmektedir.

Pahali olan gifte firnlama ve ¢ok miktarda emaye kullanimini dnlemek icin, gelik sac Uzerine

tek bir emaye katmani uygulayip daha sonra tek bir firinlama ile beyaz emaye c¢elik sac elde
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etmeyi sadlayan dogrudan beyaz emayeleme (DWE) islemi (1kapla/1 finnla) uygulamasi
bilinmektedir.

Bu islem su agsamalarn icermektedir:
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- asagidakilerden olusan uzun bkir ylizey hazirlama prosediri:
¢ belirli miktarda demirin giderilmesi igin karbonsuzlasmis ¢eligin yag giderme,
paklama ve durulama islemine tabi tutulmasi. Dogru plrtzIiligin elde edilmesi
icin paklama gereklidir. Karbonsuzlasmis substrat, emaye Urinin dedru yuzeye
sahip olmasi igin gereklidir.
o kimyasal islem ile nikel katmani uygulanmasi,

- emaye katmaninin uygulanmasi ve

- emaye katmaninin tipik olarak 750-900°C sicaklik arahdinda firnlanmasi.

Bu durumda, emaye vyapisma arttinci oksitler icermemekte dclayisiyla renk
dedistirmemektedir. Bu tipte emayelemede yapisma, dnden yapilan paklama ve
nikelleme iglemi sayesinde gergeklesmektedir. Ancak bu tipte bir &n islem cevreye zararl

ve maliyetlidir.

DWE'nin igerdidi dn islem adimlarindan kaginmak igin, bir temel emaya katmani ve bir
kaplama emayenin uygulandigi ve ardindan birlikte finnlandig (2 kapla, 1 finnla) bir
yontem geligtiriimigtir. Bu ybntemin dezavantaji, ¢ok miktarda emayeye ihtivag
duyulmasidir. (2 emaya katmani).

Bunun disinda, gesitli on kaplama kimyasallari ve onlarin kaplanmasi yéntemleri teknikte
bilinmektedir. Hepsi paklama ve nikelleme islemleri olmaksizin dogrudan beyaz
emayeleme igin uygun 6n kaplamall ¢elik saglamakta ve sadece bir emaye katmani ve

bir firlnlama islemi gerektirmektedir.

« EP-A-0964078 sayili bagvuru, sicak daldirma veya elektrolitk kaplama ile
uygulanan ve tum Zn veya Zn-alagim kaplamalarin 1um ve 30um arasinda,
bilhassa 7um ila 25um Zn-kaplama kalinliina sahip oldugu Zn ve Z-alagimi én
kaplamalara yogunlasmaktadir. Tlm Zn-igerikleri %50 Uzerindeyken dider
alasim bilesenleri %15’e kadardir (Al, FE, Mg, Si, Cr, Ni, Co, Cu, Mn). Patent,
karbonsuzlastinlmis celik yizeylere (C<%0,08, bilhassa <%0,004) veya IF celik
ylzeylere (tim karbon c¢okeltilere baglanmistir) uygulanmaktadir.
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o WO-A-0250326 ve WO-A-0252055 sayili bagvurularda elekirolizle veya
elektriksiz kaplama ile uygulanan nikel-molibden kaplama ag¢iklanmakta olup,
akabinde 500°C ve 900°C arasindaki bir sicaklikta 1s1l igleme tabi tutulmaktadir.

o JP-A-041107752 ve JP-A-04107753 sayill basvurularda emayenin dogrudan
yapismasi i¢in sojuk haddelenmis celik saca kaplanan akabinde 500°C ve
900°C arasinda demir-molibden kaplama aciklanmaktadir. Kaplama teknolojisi,
kaplama banyosunda kullanilan tuzlar ve silfatlardan kaynakh olarak gevresel

sorunlarla ilgili dezavantajlara sahiptir.

e FR2805277 saylh bagvuru c¢elik saclarin polimer bazli korozyon &nleyici bir
katmanla kaplanmasiyla saglanan bir dodrudan emayeleme yéntemiyle ilgilidir.
Katmanin ylzey yogunlugu, emayenin uygulanmasi oncesinde yad giderme
adimi gerektirmeyecek sekilde yeterli disiklikte segilirken ayni zamanda
yogunluk uygun korozyon korumasi saglayacak yeterlilikte ylksektir. Bu teknik
ancak vyapisma acisindan optimum oOzelliklerin  elde edilmesine imkan
vermemektedir. Yiizey yodunludu agisindan kati gereklilikler olmasi prosesi de
karmasiklastirmaktadir.

US1962617 sayill patent, kobalt oksitler gibi yapismayi arttirici oksitlerin gelik yiizeye
uygulanmasini iceren bir emaye esya Uretim ydntemiyle ilgilidir. Oksitler bir yuzeye
uygulanip ardindan yiizeyi kurutmadan once bir ¢ozicii ve amonyum linoleat, kil veya

bentonit gibi askida tutan madde ile karistinimaktadir.

Bulus, bir celik substrat bilhassa bir emaye kaplama katmani ile beyaz veya renkli olarak
dogrudan emayelenmis bir celik sacin dretimine yoénelik bir ybntem temin etmeyi
amaclamakta clup, 6nceki teknigin sahip oldudu dezavantajlari yoktur. Bilhassa mevcut
bulus ¢elik sac ile emaye arsinda guglu bir yapismanin gdzlendidi ve emayelemeye uygun
herhangi bir ¢esit celigin uretildidi ve ¢evreyle dost ve basit bir proses olan bir ¢elik substrat
uretim yontemi temin etmeyi amaglamaktadir.

Bulus, ekli istemlerde agiklandigi gibi bir Gretim yéntemi ve Grin ile ilgilidir.
Bulus, ilk olarak emayelenmis gelik substrat Gretim yontemiyle ilgili olup, s6z konusu ydntem

asagidaki adimlari igermektedir:
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- hir gelik susbtrat temin edilmesi,

- s0z konusu celik substratin ylzeyine bir ¢ozucl, bir polimer ve en az bir metal veya
emayenin celik substratin ylzeyine yapismasini arttirmaya uygun olan metal oksit iceren bir
¢cozelti uygulanmasi,

- 36z konusu celik sacin kirlenmesi bdylece s6z konusu ¢dzucunin uzaklastinimasi ve séz
konusu en az bir metal veya metal oksiti gdmull parcaciklar seklinde igeren bir polimer
matrisinden meydana gelen bir katmanin olusturulmasi,

- 50z konusu organik katmanin, emaye katmaninin firnnlama adimiyla takip edilen sekilde

uygulanarak emayelenmis gelik substratin uygulanmasi.

Bulusa gore, oksit formunda olmadifinda metal ya serbest formdadir ya da emaye
yapismasini arttirmaya uygun bir veya daha fazla diger metallerle alasim halindedir, érnegdin
bir veya daha fazla gecis metali alasimi ve/veya Sb. Metal karbit veya silisit gibi oksitsiz
seramik veya herhangi bir organometalik bilesik formunda degildir.

Tercih edilen uygulamalar Istem 1 ile bagl istemlerin bir veya daha fazlasinin herhangi bir
kombinasyonunda agiklanmaktadir.

Tercihen, soz konusu metal Sc, Ti, V, Co, Cu, Ni, Fe, Mn, Mo, W ve Sb'den olusan gruptan
secilmektedir ve burada s6z konusu metal oksit V, Co, Cu, Ni, Fe, Mn, Mo, W ve Sb'den
olugan gruptan segilen bir metalin oksitidir.

Tercihen sdz konusu metal Ni, Cu, Co, Mo'dan olusan gruptan segilmektedir ve burada séz
konusu metal oksit Ni, Cu, Co, Mo'dan olusan gruptan secilen bir metalin oksitidir.

Tercihen, soz konusu en az bir metal veya metal oksit s6z konusu organik katmana toz
halinde eklenmektedir.

Tercihen, sb6z konusu toz 2 mikrondan daha kii¢uk ortalama parcacik boyutuna sahiptir.
Avantajl sekilde s6z konusu organik katman 100nm ve 10 mikron arasinda, tercihen 100nm
ve 6mikron arasinda bir kalinhga sahiptir.

Tercihen, soz konusu ¢ozelti substrata sarim kaplama, daldirma veya spreyleme yoluyla
uygulanmaktadir.

Tercihen, s6z konusu kirleme adimi 80°C ve 250°C arasinda bir sicaklikta
gerceklestirimektedir.

Tercihen, s6z konusu finnlama adimi 700°C ve 900°C arasinda bir sicaklikta
gergeklestiriimektedir.

Tercihen, emaye katmaninin kurutulmasi adimi finnlama adimindan éncedir.
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Tercihen, sz konusu gelik substrat s6z konusu organik katmanin uygulanmasi adimindan
sonra ve sdz konusu emaye katmaninin uygulanmasindan once sekillendirme ve/veya

kesme adimina tabi tutulmaktadir.

Mevcut bulug ikinci bir amag olarak, gdmduli pargaciklar formunda en az bir adet metal veya
metal cksit iceren bir polimer matrisinden olugan bir organik kaplamanin ylzeyinde yer alan
bir ¢elik substratin kullanimi ile ilgili olup, s6z konusu metal veya metal oksit emayelenmis
celik veya parca uretmek lzere gelik substratin ylizeyine emaya katmaninin yapismasini

artirmaya uygundur.

Avantajll bigimde, sz konusu organik kaplama 100nm ve 10mikron arasinda ve tercihen

100nm ve 6mikron arasinda kalinhda sahip bir ince Organik Kaplamadir.
Tercihen, sz konusu substrat bir ¢elik sacdir.

Bulusa gore, gelik substrat (yani sac) bir emaye katmaninin yapismasini arttirmaya uygun
metal veya metal oksitler iceren bir organik kaplama ile kaplanmaktadir. Organik kaplama,
bir veya daha fazla yapisma arttinci metal ve/veya metal oksitten olusan bir polimer katman
icermekte olup, sdz konusu yapisma arttirici materyaller s6z konusu matrise gomulu
parcaciklar formundadir. Tercihen, kaplama 100nm ve 10 mikron arasinda bir kalinhga sahip
ince Organik Kaplama adi verilen bir kaplamadir. Bilahare, emaye katman substrata
uygulanmakta ve firnlama adimina tabi tutulmaktadir. Organik kaplama; érnegin su gibi bir
¢oziucl ve bu gozicu iginde dagilmig, ¢dzinmis veya emilsiyonlasmis polimerlerden olusan

bir ¢dzeltiden hazirlanmaktadir. Polimerler arganik kaplamanin éncileridir.

Bulusun tercih edilen bir uygulamasina gére, bu énciler gelik susbtratin yizeyine bir meya
katmani yapigsmasini arttirmaya uygun bir dolgu maddesi ile yuklenmekte vyani
karistinimaktadir. Bir baska deyisle dolgu maddesi ylksek sicaklikta, ¢elik ylizey ve emaye
bilesiminde var olan elementler arasinda bir araylz olusturmak Uzere tepkime
verebilmektedir. Dolgu maddesi tercihen gozeltiye, ortalama pargacik boyutu 2 mikrondan
az, daha tercihen 1 ve 1000nm arasinda olan toz halinde verilmektedir. S6z konusu toz
cOzeltive dispersiyon ile uygulanmaktadir. Dolgu maddesi ve polimerden olusan g¢ozelti
6érnegin sarim kaplama, daldirma veya spreyleme gibi bilinen bir teknik ile g¢elik saca

uygulanmaktadir.
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Dolgu maddesi, metal veya metal oksit veya bir veya daha fazla metalin karigimi veya bir
veya daha fazla metal oksitin karisimi veya metaller ve metal oksitlerin karigimidir. Dolgu
maddesi dolayisiyla farkli metaller veya farkh oksitlerin veya farkli metaller ve farkli metal
oksitlerin pargacilarinin bir karisimi olabilir ve/veya dolgu maddesi kendisi metaller ve/veya
metal cksitlerin karigimindan olugan érnegdin iki veya daha fazla yapigsma arttirici metalin bir
alasimi olan pargaciklar igerebilmektedir. Dolgu pargaciklari, bu pargaciklarin dagilimini
kolaylastirmak Gzere dolgu pargaciklarinin yizeyinin Kimyasini degistirmek icin bir polimer

veya diger bir organik kaplama ile dn kaplanabilir.

Ornegin Kobalt veya Kabalt oksit gibi emayenin yapismasini arttirici metal/metal oksitler
onceki teknikte bilinmektedir. Mevcut bulusta, dnceden bilinen yapigsma arttiricilarin herhangi
biri kullanilabilmektedir. Tercih edilen uygulamaya gore V, Co, Cu, Ni, Fe, Mn, Mo, W ve
Sb’den olusan gruptan secilen saf veya oksit formundaki bir veya daha fazla metal dolgu
maddesinde kullaniimaktadir. Tim bu metal oksitler, dlistk sicakliklarda indirgenebildikleri
icin uygun yapisma arttincidir ve timd kimyasal ve fiziksel olarak demir ile uyumludur.
Ornegin, ayni zamanda cam bilesimden titanyum dioksit ile tepkimeye girerek titanatlar

olusturabilmektedir.

Daha tercih edilen bir uygulamada dolgu maddesinde Ni, Cu, Co, Mg bir veya daha fazla

metal ve/veya onlarin oksitleri kullaniimaktadir.

Cozelti ¢elik ylzeye uygulandiktan sonra gelik sac ¢dzlcunun uzaklastirtilmasi ve celik
yuzey Ozerine organik kaplama olusturulmasi igin kirleme adimina tabi tutulmaktadir. Bu
kirleme adimi, 80°C ve 250°C arasinda sicakliklarda sicak hava (konveksiyon) ile kiirleme
veya kizil 6tesi kiileme gibi bilinen IOK uygulama yéntemleriyle gergeklestirilebilmektedir.
Sonug, polimer bir atman ve bunun icine gémill yapisma arttirici materyalden olusan bir
organik katman, tercinen yukarida agiklandigi gibi bir ince Organik Kaplamadir. iOK’'nin son
kalinlidi tercihen 100nm ve 1omikron arasinda, daha tercinen 100nm ve 6mikron arasinda,

daha tercih edilir bicimde 1 ve 3 mikron arasindadir.

Tercih edilen bir uygulamaya gdre, kirleme sonrasinda bulus konusu yéntemle elde edilen

10K bilesimi asagidaki gibidir:

Agirhkca %20 ve %95, tercihen agirlikga %33 ve %80 arasinda polimer.



10

15

20

25

30

P424/6587-EP

Yapisma arttirici (yani dolgu maddesi drnegin metal veya metal oksit): agirhkga %5 ve %80,
daha tercihen adirlikca %20 ve %66 arasindadir. Yizey yodunludu cinsiden ifade
edildiginde dolgu maddesi IOK iginde tercinen 100 ve 6000mg/m? yogunlukta bulunmaktadir.

Ust kaplama emaye katmani, i1slak veya kuru elektrostatik spreyleme, pmématik spreyleme,
daldirma veya akitmal kaplama teknikleri gibi bilinen bir ydntemle uygulanmaktadir.
Muhtemelen, emayeleme oncesinde kesme  veya sekillendirme adimlari
gerceklestirilebilmektedir. Emaye katmaninin uygulanmasi éncesinde yag giderme, paklama
veya nikelleme islemi yapiimaz. Ust kaplama emaye, ilave islemler ve kaplama igin bir baz
katman olarak kullanilan temel katman emayenin aksine dig ylzey olarak uygulanan bir
emaye olarak tanimlanmaktadir. Ust katman emaye genellikle yapisma arttiricilar

icermemektedir.

Ust katman emaye bilinen bir teknige gore, tercihen 700°C ve 900°C arasinda bir sicaklikta
finnlama adimi ile son halini almakta ve mimkinse &ncesinde emaye katman
kurutulmaktadir (i1slak uygulanabilir yéntemler icin). Firinlama adimi organik katmanin
yanmasina sebep olmaktadir. Bir bagka deyigle polimer katman yanmakta ve sonucunda

ortadan kalkmaktadir.

Gelik sac karbonsuzlastiriimakta veya bu yapiimamakta ve &rnegin Al-giderilmis, yilksek
oksijeni, Ti-eklenmig, Nb-eklenmig, Ti-Nb eklenmis, B-eklenmis celik gibi emayelenmeye

uygun herhangi bir sac olabilmektedir.

Bulusa gdre, 6n kaplamali ¢elik sac emaye iginde dnemli miktarda yapisma arttirici herhangi
bir metal oksit bulunmaksizin tek kat emaye kaymani ile kaplanmakta ve firnlama adimina
tabi tutulmaktadir. On kaplama iginde var olan yapisma arttinci metal oksitler, sacin
nikelleme gibi 0n islemlere tabi tutulmasini zorunlu kilmaksizin emaye katmaninin iyi
yapismasini sajlamaktadir. Emaye, kendisi icinde yapisma arttirici elementler clmadigindan

kararmamaktadir.

Buluga uygun organik kaplamanin ilave avantajlar, yukarida tanimlandidi gibi polimer
matrisinden olusmasi gibi bu tipte bir kaplamaya has ozellikler ile ilgilidir. Boylesi
kaplamalarin, kaplamaya zarar vermeksizin Uzerinde bulunduklar drindniin érnedin gizme

veya diger deformasyon islemi esnasina esnemesine imkan veren disik slrtinme
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ozelligine sahip olugu saptanmigtir. Onceki teknikte aciklandigi (izere organik katman kil
veya bentonit bazl oldujunda bu mimkiin olmayacaktir.

Yine onceki teknikteki kaplamlarin aksine buluga uygun kaplamalar, soguk haddelenmig
celik saclarnn yaglanmasiyla sadlanan korczyon korumasiyla rekabet edebilen korozyon
korumasi saglamaktadir. Bu &nemlidir ¢linkii  6n kaplamal Uriinler emayeleme adimi

gerceklestirimeden dnce uzun sureli nakliye veya saklama surelerine maruz kalabilmektedir.

Son olarak, bulusa uygun kaplamalar suya dayanikli olup, bu énceki teknikte agiklanan kil
veya bentonit igin sdylenemez. Bu, én kaplamali drlnlerin ¢rnedin emayeleme adimi
oncesinde gecen uzun saklama siresi sonrasinda su ile kolaylikla temizlenmesine imkan

vermektedir.

Bu avantajlar, bulusa uygun bir organik katman ile teghiz edilen Uriintin dogrudan kesme ve
sekillendirime adimina tabi tutulmasina olanak sadlamakta olup, sz konusu
sekillendirme/kesme emayeleme adimi éncesinde yapilmaktadir. Disilk sirtinme 6zelligi
sayesinde sekillendirme islemi esnasinda yagdlamaya ihtiya¢g duyulmadidindan emayeleme
o6ncesinde yag giderme adimi da gerekli degildir. Belirtildigi gibi, paklama veya nikellemeye

de ihtivac olmadigindan emaye Uriin elde etme iglemi basitlestirilmis olmaktadir.

Ornekler

Asadidaki Tablo 1'de yer alan C1 ila C8 formUilasyonlari hazirlanmistir (tUm sayiysal veriler
agirhkca % olarak verilmistir). Igerikler tartildiktan sonra Griinler seramik bilyeleri olan yuksek
hizli santrifijli kanstirict ve ardindan son kalan topaklarin kirllmasi igin ultrasonik odacik

kullanilarak hep birlikte kanistiriimaktadir.

Tableo 1
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
Beetafin LS9010 35 53 36 36,5 36 275 35 28
NiO 15 11 11 14,5 8
Co304 18 15 18
Su 50 36 53 49 56 54,5 50 54
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100




10

15

20

25

P424/6587-EP

Uriinler: Beetafin LS9010 BIP Limited, UK sirketi tarafindan Uretilen mevcut poliiiretan
dispersiyonudur. NiQ ve Cao304 tozlari, Inramat Advanced Materials LLC, ABD tarafindan

Uretilen mevecut nano tozlardir.

Elde edilen tum seyreltiler,6nceden yagdi giderilmis emayeleme igin uygun tipte celik
(DCO3ED, EN10209 standartinda tanimladigi gibi) ylzeyine spreyleme ile uygulanmis ve
spreyleme sonrasinda 1 dakika boyunca 90°C’de kiirlenmistir. ince organik kaplamanin

kalinhdi kiileme sonrasinda dlgtlmustir (bakiniz tablo 2 ve 3).

Organik kaph gelik sac dnceden aciklandi§i gibi, ince organik katmanin kiirlenmesinden
hemen sonra, yag giderme gibi ilave herhangi bir igslem yapiimaksizin, suda ¢dz{inm(s halde
bilinen beyaz emaye kaplama katman tozu ile kaplanmigtir. Emayelenen numuneler énce 4
dakika sireyle 80°C civarinda kurutulmakta ve ardindan firnlanmaktadir. Farkl sicalik ve
surelerde firnlama sonrasinda emaye katmaninin kalinligr élglilmis ve emaye ¢elik sacin
yapismasi EN10209 standartina gére test edilmistir {tablo 2 ve 3). TOm numuneler igin
finnlama sonrasi emaye kalinhdinin 100um oldudu tespit edilmistir. Emaye katman yiizeyi
dizgun ve parlak oldugundan ve delik, gukur veya kabarti gibi higbir kusur bulunmadigindan

timunde iyi yapisma gbzlemlenmistir.

1 olarak belirtilen yapisma EN10209 standartina gbre elde edilen en iyi sonuctur. Celik,
emaye ve IOK arasindaki reaksiyondan meydana gelen yodun arayiz celik yizeyini
tamamiyla kaplamaktadir. Standarta ve bu alandaki genel uygulamaya gdre 1 ve 2 glarak
belirtilen yapigmalar ¢ok yiksek kalitede, 3 kabul edilebilir, 4 kritik ve 5 tamamiyla kapsam
disidir.

Tablo 2: NiO igeren ve farkli sicaklik ve siirelerde firmlanan farkh iOK igin elde edilen
EN10209 standartinda yapigma

Bilesim Kalinlik iOK um | 830°C-3'30" | 830°C-4’ | 840°C-3'30" | 840°C-4’ 860°C-4’
C2 2 1
C2 1,5 1
C3 1,6 1
C1 3.9 1
C4 24 3
C5 2.2 2
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Tablo 3: CO304 igeren ve farkh sicaklik ve siirelerde firnlanan farkl IOK igin elde edilen
EN10209 standartinda yapigma

Bilegim Kahnhk IOK 8200C-4’ 8400C-4’ 860°C-4’ 8400C-7
um
C6 2,1 2 1
C6 2,8 2 1
Cc7 1,5 1
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